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(57) Abstract: The invention concerns an optical semiconductor housing comprising an optical semiconductor component (8) 
whereof one front surface includes an optical sensor (10) and encapsulating means delimiting a cavity wherein is arranged said 
optical component and comprising means for external electrical connection (11) of said optical semiconductor component, said 
encapsulating means comprising a glass allowing light through to said optical sensor. Said encapsulating means (2, 5) comprise 
electromagnetic shielding means (23, 24, 28) made of an electrically conductive material, capable of being externally connected, 
said shielding means being electrically insulated from the electrical connecting means of said optical component. 
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(57) Abrege ; BoTter semi-conducteur optique comprenant un composant semi-conducteur optique (8) dont une face avant present 
un capteur optique (10) et des moyens decapsulation delimitant une cavite" dans laquelle est dispose ledit composant optique et 
presentant des moyens de connexion Slectrique exterieure (1 1) de ce composant semi-conducteur optique, lesdits moyens d'encapsu- 
lation comprenant une vitre laissant passer la lumiere vers ledit capteur optique. Lesdits moyens d' encapsulation (2, 5) comprennent 
des moyens de blindage electromagnetique (23, 24, 28) en un matenau conducteur de I'electricite, connectable exterieurement, ces 
moyens de blindage eiant isolSs electriquement des moyens de connexion 61ectrique dudit composant optique. 
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BOITIER BLINDE POUR UN COMPOSANT SEMI-CONDUCTEUR OPTIQUE 



5 La presente invention concerne le domaine des boitiers semi- 

conducteurs optiques. 

Dans l'etat de la technique, de tels boitiers comprennent une 
cavite etanche dans laquelle est fixe un composant semi-conducteur 
optique dont une face avant presente un capteur optique, la cavit6 etant 

10 delimitee en partie par une vitre s'Etendant en avant de ce capteur 
optique. II est en outre connu de fixer, h Texterieur de la cavite et sur la 
vitre, un porte-lentille munie d'une lentille placee en face du capteur 
optique. 

Les composants semi-conducteurs optiques etant sensibles a des 
15 champs 61ectromagnetiques, de tels boitiers delivrent des signaux 
Slectriques perturbds par de tels champs. 

La presente invention a pour but de proposer un boitier semi- 
conducteur optique ameliorant la qualite des signaux 61ectriques qu'il 
doit d^livrer. 

20 D'une manure generale, le boitier semi-conducteur optique selpn 

Tinvention comprend un composant semi-conducteur optique dont une 
face avant presente un capteur optique et des moyens decapsulation 
delimitant une cavit6 dans laquelle est dispose ledit composant optique et 
presentant des moyens de connexion electrique ext£rieure de ce 

25 composant semi-conducteur optique, lesdits moyens decapsulation 
comprenant une vitre laissant passer la lumiere vers ledit capteur 
optique. 

Selon Tinvention, lesdits moyens decapsulation comprennent 
des moyens de blindage electromagnetique en un mat6riau conducteur de 
30 l'electricitS, connectable ext6rieurement, ces moyens de blindage etant 
isoles electriquement des moyens de connexion Electrique dudit 
composant optique, une zone desdits moyens decapsulation situee en 
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face dudit capteur optique etant exempte de moyens de blindage 
eiectromagn£tique afin de laisser passer la lumiere vers ce capteur.. 

Selon Tinvention, lesdits moyens de blindage sont de preference 
au moins en partie integres dans lesdits moyens decapsulation. 
5 Selon Tinvention, lesdits moyens de blindage peuvent 

avantageusement envelopper au moins en partie lesdits moyens 
decapsulation. 

Selon une variante de l'invention, lesdits moyens decapsulation 
comprennent un support et un couvercle vitr£ dispose sur une face 

10 frontale de ce support, qui delimitent entre eux ladite cavite, ledit 
composant optique etant fix£ sur ce support et ce dernier presentant un 
r£seau de connexion electrique extSrieure de ce composant optique. 

Selon Tinvention, lesdits moyens de blindage comprennent de 
preference des parties de blindage portees par ledit support et des parties 

15 de blindage portees par ledit couvercle vitre, ces parties de blindage 
etant relives electriquement entre elles dans la zone de la face frontale 
dudit support. 

Selon l'invention, ledit couvercle vitre est de preference fix6 sur 
ledit support par une colle conductrice de l'electricite realisant la liaison 
20 electrique entre eux. 

Selon Tinvention, ledit couvercle vitre peut avantageusement 
comprendre une vitre dont une face est recouverte au moins partiellement 
d'une couche ou une plaque de blindage en un mat£riau conducteur de 
l'electricite m£nageant une ouverture situee en face dudit capteur 
25 optique. 

Selon Tinvention, ledit couvercle vitre peut avantageusement 
comprendre une plaque en un mat<Sriau conducteur de l'electricite, qui 
presente une ouverture situee en face dudit capteur optique et obstruee 
par ladite vitre. 

30 Selon une autre variante de Tinvention, lesdits moyens 

^encapsulation comprennent un support, un couvercle vitr£ dispose sur 
une face frontale de ce support, qui delimitent entre eux ladite cavite et 
un porte-lentille place en avant dudit couvercle vitre, ledit composant 



7/31/05, EAST Version: 2. 0. 1.4 



WO 02/095837 PCT/FR02/01690 

3 



optique etant fixe sur ce support et ce dernier presentant un reseau de 
connexion electrique exterieure de ce composant optique. 

Selon Tinvention, lesdit moyens de blindage comprennent de 
5 preference des parties de blindage portees par ledit support et des parties 
de blindage portees par ledit porte-lentille, ces parties de blindage etant 
relives electriquement entre elles dans la zone de ladite face frontale 
dudit support. 

Selon Tinvention, ledit porte-lentille est de preference fixe sur 
10 ledit support par une colle conductrice de Telectricite realisant la liaison 
electrique entre eux. 

Selon Tinvention, ledit porte-lentille est de preference muni d'une 
enveloppe ou couche exterieure en un materiau conducteur de Telectricite 
constituant sa partie de blindage. 
15 Selon Tinvention, lesdites parties de blindage portees par ledit 

support comprennent de preference au moins un plan de blindage integre 
s'etendant en dessous dudit composant optique et des colonnes int6grees 
debouchant sur la face frontale dudit support. 

La presente ivention sera mieux comprise a Tetude de boitiers 
20 semi-conducteurs optiques, decrits a titres d'exemples non limitatifs et 
illustres par le dessin sur lequel : 

- la figure 1 represente une coupe d'un premier boitier semi- 
conducteur optique selon la presente invention ; 

- la figure 2 represente une vue de dessus, porte-lentille et vitre 
25 enleves, du boitier semi-conducteur optique de la figure 1, 

- la figure 3 represente une vue de dessus, porte-lentille enleve, 
du boitier semi-conducteur optique de la figure 1 ; 

- la figure 4 represente une coupe d'un second boitier semi- 
conducteur optique selon la presente invention ; 

30 - la figure 5 represente un troisieme boitier semi-conducteur 

optique selon la presente invention ; 

- et la figure 6 represente un quatrifcme boitier semi-conducteur 
optique selon la presente invention. 
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En se reportant aux figures 1 k 3, on voit qu'on a represents un 
boitier semi-conducteur optique 1 qui comprend un support 2 de forme 
parall^lipipEdique et plat, dans une face duquel est menage un Svidement 
en creux 3, de telle sorte que ce support 2 prSsente, autour de cet 
5 Svidement, une face frontale annulaire 4. 

Ce boitier optique 1 comprend un couvercle vitre 5 dont la 
peripheric de la face arriere est en appui et fixee contre la face frontale 4 
du support 2, par exemple par une colle. Ainsi, le support 2 et le 
couvercle vitr6 5 d61imitent une cavit£ etanche decapsulation 6. 

10 Dans la cavite 6 est dispose, un composant semi-conducteur 

optique 8. La face arriere du composant optique 8 est fix6e par exemple 
par une colle, contre le fond 7 de l'evidement 3 et sa face avant 9, qui 
s'etend a distance et parallelement au couvercle vitre 5, prSsente dans sa 
partie centrale un capteur optique 10 couvrant par exemple une zone 

15 carrSe. 

Le support 2, constituS par exemple en une matiSre organique ou 
ceramique multi-couches, presente un reseau interne 11 d'inter- 
connexions electriques. Ce reseau 11 relie des plots internes 12 places et 
repartis sur la paroi de l'evidement 3 du support 2, a distance et a la 

20 pSripherie du composant optique 8, et des plots externes 13 de connexion 
electrique exterieure places et repartis sur la face arriere 14 du support 2. 

Le composant optique 8 presente sur sa face avant 9, £ faible 
distance de sa p£riph£rie et & distance du capteur optique 10, des plots 
avant 15 de connexion electrique. 

25 Les plots internes 12 du support 2 et les plots avant 15 du 

composant optique 9 sont relics par des fils Electriques 16 dont les 
extr6mites sont soudees sur ces plots. Le composant optique 8 peut ainsi 
etre relie a un organe electrique exterieur au travers du support 2, via le 
reseau 11 et les fils electriques 16. 

30 Le boitier optique 1 comprend en outre un porte-lentille 17, 

exterieur k la cavity 6, qui comprend un plateau annulaire 18 fix6 par 
exemple par collage sur la face avant du couvercle vitr6 5. Dans 
l'ouverture centrale 19 du plateau 18 est montde une bague 20 par 
Tinterm6diaire d'un filetage, cette bague 20 portant, dans son passage, 
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une lentille optique 21 placee en face du capteur optique 10. La partie 
avant de la rondelle 20 determine un diaphragme 22. 

Ainsi, la lumiere ext^rieure traverse le diaphragme 22, la lentille 
21 et la vitre 27, au travers de l'ouverture 28a, pour atteindre le capteur 
5 optique 10 du composant optique 8. 

Le boitier optique 1 comprend en outre des moyens de blindage 
electromagnStique electriquement isoUs du r^seau de connexions 
electriques 11 du support 2 et constitues de la maniere suivante. 

Le support 2 comprend un plan int£gr6 23 en un materiau 
10 conducteur de l'electricitS, par exemple mStallique, qui s'etend 
parallelement a sa face arriere 14 et une multiplicity de colonnes 
intSgrees 24 en un materiau conducteur de l f 61ectricit6, par exemple 
metaliique, qui sont repartis dans le volume peripherique du support 2 et 
qui sont relics au plan conducteur 23. Ces colonnes conductrices 24 
15 debouchent sur la face frontale 4 du support 2 et au moins une de ces 

* 

colonnes debouchent sur la face arriere 14 du support 2 de fa9on & 

constituer au moins un plot de connexion 61ectrique exterieure 25. 

Dans le support 2, le plan conducteur integre 23 et les colonnes 

conductrices integrees 24 sont agences de fa9on a ne pas etre en contact 
20 avec le reseau integre d'inter-connexion 11. En particulier, le plan 

conducteur 23 presente des passages traversants 26 au travers desquels 

passent les lignes d'interconnexion du reseau 11. 

Le couvercle vitre 5 comprend une vitre transparente 27 dont la 

face arriere est munie d'une couche 28 en un materiau conducteur de 
25 reiectricit£ 5 sauf dans sa partie centrale situee en face du capteur optique 

10 du composant optique 8 de fa?on a laisser un passage 28a pour la 

lumiere. 

Sur la face arriere du couvercle vitre 5 est fixee par 
Tintermediaire d'une colle annulaire conductrice de Telectricite sur la 
30 face frontale 4 du support 1, de telle sorte que la couche conductrice 28 
est electriquement reliee aux colonnes conductrices intdgr^es 24, le 
plateau 18 du porte-lentille 17 etant fixe par collage sur la face avant de 
la vitre 27. 
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II resulte de ce qui precede qu'en reliant le plot exterieur 25 k une 
masse, de preference ind£pendante de la masse du composant optique, les 
moyens de blindage constitu6s par le plan conducteur 23, les coionnes 
conductrices 24 et la couche conductrice 28 constituent une cage 
5 d'isolation electromagnetique du composant semi-conducteur optique 8. 

En se reportant k la figure 4, on voit qu'on a represent^ un boitier 
semi-conducteur optique 29 qui se differencie du boitier semi-conducteur 
optique 1 de la maniere suivante. 

Son couvercle vitre 5 comprend une vitre transparente 30 dont la 
10 peripheric est en appui sur la face frontale 4 du support 2 et une couche 
ou une plaque 31 en un matdriau conducteur de l'electricite, placee entre 
la face avant de la vitre 30 et la face arri&re du porte-lentille 17 et 
presentant une ouverture ou passage 32 situe en face du capteur optique 
10 du composant optique 8. 
15 Les coionnes conductrices 24 du support 2 debouchent en-dessous 

de la partie peripherique du plateau 18 du porte-lentille 17, 
peripheriquement au couvercle vitr£ 5, Le porte-lentille 17 est fix£ au 
support 2 par Tintermediaire d'une colle annulaire conductrice de 
l'electricite assurant en outre une liaison electrique entre la couche ou 
20 plaque conductrice 31 et les coionnes conductrices integrees 24. 

Dans cet exemple, le plan conducteur 23, les coionnes 
conductrices 24 et la couche ou plaque conductrice 31 constituent une 
cage d'isolation electromagnetique du composant semi-conducteur 
optique 8. 

25 En se reportant k la figure 5, on voit qu'on a represents un boitier 

semi-conducteur optique 33 qui se differencie du boitier optique 1 d^crit 

en reference aux figures 1 a 3 de la manure suivante. 

Le couvercle vitr£ 5 comprend une plaque 34 en un matSriau 

conducteur de l'electricite dont la partie peripherique de la face arriere 
30 est fixee, par une colle annulaire conductrice de l'electricite, sur la face 

frontale 4 du support 2 de fa9on a etre reliee electriquement aux coionnes 

conductrices integrees 24 de ce support 2. 
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La plaque conductrice 34 presente une ouverture ou passage 35 
obstruee par une vitre transparente 36 situ^e en face du capteur optique 
10 du composant optique 8. 

Le porte-lentille 17 est fixe par l'interm6diaire d'une colle sur la 
5 face avant de la plaque conductrice 34. 

Dans cet exemple, le plan conducteur integre 23, les colonnes 
conductrices 24 et la plaque conductrice 34 constituent une cage 
d'isolation eiectromagnetique du composant optique 8. 

En se reportant a la figure 6, on voit qu'on a represent^ un boitier 
10 semi-conducteur optique 37 qui se diffSrencie du boitier semi-conducteur 
optique 29 decrit en reference a la figure 4 de la maniere suivante. 

Le couvercle vitre 5 comprend uniquement une vitre transparente 
38 interposee entre la face arriere du porte-lentille 17 et la face frontale 
4 du support 2. 

15 Les faces exterieures de ce porte-lentille 17 sont recouvertes 

d'une couche 39 en un materiau conducteur de l'61ectricit£, relive 
electriquement aux colonnes conductrices integrees 24 du support 2 par 
l'intermediaire de la colle annulaire conductrice de l'Slectricite fixant le 
support 2 au porte-lentille 17. 

20 Dans cet exemple, le plan conducteur integre 23, les colonnes 

conductrices integrees 24 et la couche conductrice 39 constituent une 
cage d'isolation eiectromagnetique du composant semi-conducteur 8. 

La presente invention ne se limite pas aux exemples ci-dessus 
decrits. Bien des variantes de realisation sont possibles sans sortir du 

25 cadre defini par les revendications annexees. 
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REVENDICATIONS 
1. Bottier serni-conducteur optique comprenant un composant semi- 
conducteur optique dont une face avant prEsente un capteur optique et 
des moyens decapsulation delimitant une cavite dans laquelle est 
dispose ledit composant optique et prSsentant des moyens de connexion 
5 eiectrique extErieure de ce composant semi-conducteur optique, lesdits 
moyens decapsulation comprenant une vitre laissant passer la lumiere 
vers ledit capteur optique, caracterise par le fait que lesdits moyens 
decapsulation (2, 5, 17) comprennent des moyens de blindage 
electromagnetique (23, 24, 28, 31, 34, 39) en un materiau conducteur de 

10 l'Electricite, connectable exterieurement, ces moyens de blindage etant 
isoles electriquement des moyens de connexion Electrique dudit 
composant optique, une zone (28a) desdits moyens decapsulation situEe 
en face dudit capteur optique (10) etant exempte de moyens de blindage 
electromagnetique afin de laisser passer la lumiere vers ce capteur. 

15 2. Boitier selon la revendication 1, caracterise par le fait que 

lesdits moyens de blindage sont au moins en partie intEgres dans lesdits 
moyens decapsulation. 

3. Boitier selon la revendication 1, caractErisE par le fait que 
lesdits moyens de blindage enveloppe au moins en partie lesdits moyens 

20 decapsulation. 

4. Boitier selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
lesdits moyens decapsulation comprenant un support et un couvercle 
vitre dispose sur une face frontale de ce support, qui dElimitent entre eux 
ladite cavitE, ledit composant optique (8) etant fixe sur ce support et ce 

25 dernier presentant un reseau de connexion electrique extErieure de ce 
composant optique, caracterise par le fait que lesdits moyens de blindage 
comprennent des parties de blindage (23, 24) portees par ledit support (2) 
et des parties de blindage (28, 31, 34) port6es par ledit couvercle vitre 
(5), ces parties de blindage etant reliees Electriquement entre elles dans 

30 la zone de la face frontale dudit support. 

5. Boitier selon la revendication 4, caracterise par le fait que ledit 
couvercle vitrE (5) est fixE sur ledit support par une colle conductrice de 
Telectricit6 r^alisant la liaison Electrique entre eux. 
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6. Boitier selon Tune des revendications 4 et 5, caracterise par le 
fait que ledit couvercle vitre comprend une vitre (27) dont une face, est 
recouverte au moins partiellement d'une couche ou uae plaque de 
blindage (28, 31) en un materiau conducteur de l'electricite menageant 

5 une ouverture (28a, 32)) situee en face dudit capteur optique. 

7. Boitier selon Tune des revendications 4 et 5, caracterise par le 
fait que ledit couvercle vitre comprend une plaque (34) en un materiau 
conducteur de l'electricite, qui presente une ouverture (35) situee en face 
dudit capteur optique et obstruee par ladite vitre (36). 

10 8. Boitier selon Tune quelconque des revendications 1 4 3, lesdits 

rrioyens decapsulation comprenant un support, un couvercle vitre 
dispose sur une face frontale de ce support, qui deiimitent entre eux 
ladite cavite et un porte-lentielle place en avant dudit couvercle vitre, 
ledit composant optique 6tant fixe sur ce support et ce dernier presentant 

15 un r^seau de connexion eiectrique exterieure de ce composant optique, 
caracterise par le fait que lesdit moyens de blindage comprennent des 
parties de blindage (23, 24) portees par ledit support (2) et des parties de 
blindage (39) portees par ledit porte-lentille (17), ces parties de blindage 
etant reliees electriquement entre elles dans la zone de ladite face 

20 frontale dudit support. 

9. Boitier selon la revendication 8, caracterise par le fait que ledit 
porte-lentille (17) est fixe sur ledit support (2) par une colle conductrice 
de l'electricite realisant la liaison eiectrique entre eux. 

10. Boitier selon Tune des revendications 8 et 9, caracterise par le 
25 fait que ledit porte-lentille (17) est muni d'une enveloppe ou couche 

exterieure (39) en un materiau conducteur de l'electricite constituant sa 
partie de blindage. 

11. Boitier selon Tune quelconque des revendications 4 a 10, 
caracterise par le fait que lesdites parties de blindage portees par ledit 

30 support comprennent au moins un plan de blindage integre (23) 
s'etendant en dessous dudit composant optique et des colonnes int6grees 
(24) debouchant sur la face frontale (4) dudit support. 
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